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１． はじめに 

電気製品から発生する電磁雑音は，他製品の正常

動作を妨害することから，各国においては雑音レベ

ルを抑制するために電磁環境規制が実施されてい

る 1)．近年，製品の小型化や高周波化が進展したこ

とに伴い，電磁雑音の抑制は困難になりつつある．

特に，雑音の波長が製品の物理的寸法と同様または

それ以下となるケースにおいては，集中定数回路理

論や分布定数回路理論だけで製品設計を行うことが

困難となる 2,3) ため，回路設計者が雑音の抑制に取

り組む際には相当の苦労を強いられる．このような

状況の下，情報技術装置に対する我が国と欧州の放

射エミッション規制が平成 23 年 10 月 1 日より

1GHz超の周波数へ適用範囲が広げられ 4,5)，各国の

電磁環境規制はますます厳しくなる傾向にある． 

当所では，これまでに高周波測定装置や電磁界シ

ミュレーションを用いた実験や解析を実施してお

り 6-8)，前述の背景を鑑み，前年度はプリント回路基

板における GHz 帯の高周波雑音について発生状況

等の検討を実施した 9)．今年度は，プリント回路基

板の面状配線パターン（プレーン）における GHz帯

の電磁雑音について，様々なプレーン形状の試作基

板（計 98 枚作成）の放射電界強度を測定すること

より，前年度の課題であった雑音低減化を目指して

取り組んだので，本報ではその一部について結果を

報告する． 

 

２． 実験方法 

電気製品のプリント回路基板においては，電源の

インピーダンスを低く抑える目的で，電源（VCC）

やグラウンド（GND）の配線を面状とし，多層プリ

ント回路基板の特定層全面にそれらを割り当てる設

計手法が多用される 10)．これら VCC プレーンと

GND プレーンは，プレーン間に挟まる基板材料を

含めて平行平板共振器を形成し，この構造下で電源

回路に高周波電流が流れた場合，当該共振器の共振

周波数において高いレベルの電磁雑音が発生し，プ

レーン端部から外部へ放射される 11)．横幅 a [m]，

縦幅 b [m] の矩形平行平板共振器の共振周波数

f
mn
 [Hz] は式 1のとおり算出される 3,11)．ここで，m

及び n は共振モード番号，c
0
は真空中の光速，ε

r
及

び μ
r
はそれぞれ基板材料の比誘電率及び比透磁率

である．（ただし，一般的な基板材料では μ
r
 = 1 と

考えても差し支えない．） 
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 (式 1) 

電気製品の小型化と高周波化の進展は極めて著し

いが，小型化よりも高周波化のほうが桁違いに高い＊ ものづくり研究課
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